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Abstract (en)

The contact pin has a curved bridge with a deeper trough (26) on its concave side. The distance between two contact zones (24) in the half of a
press-in section (14) contg. the lower shoulder is greater than the distance between two contact zones in the half contg. the shallower trough. The
straight axis-parallel contact zone is 0.5 mm. +/- 20 per cent long. The width of the end surface (32,36) near the base is smaller than the width of the
base surface between the side surfaces (34). The contours of the base surfaces of both troughs are at least approximately geometrically similar.

Abstract (de)

Ein Kontaktstift (10) weist einen elastisch verformbaren EinpreBabschnitt (14) mit einem sich zur Stiftkuppe (18) sich verjiingenden Einflihrabschnitt
(16) auf. Beiden Abschnitten (14, 16) sind zwei einander diametral gegenlber liegende Mulden zugeordnet. Zwischen beiden Mulden wird eine
diinne gebogene Briicke gebildet. Beide Mulden weisen acht Umfangsflachenteile auf und sind unterschiedlich tief ausgebildet. Die tiefere Mulde
(26) hat zwei lange schragliegende Verbindungsflachen (33) zwischen der kuppenseitigen Stirnflache (32) und den achsparallelen Seitenflachen
(34) sowie zwei schaftseitige schrég zur Schaftachse angeordnete Verbindungsflachen (35) zwischen den Seitenflachen (34) und der schaftseitigen
Stirnflache (36). Die tiefere Mulde ist tropfenférmig und die gegenlberliegende flachere Mulde ist ovalférmig konturiert. Im Einpre3abschnitt

werden vier exakt achsparallele Kontaktzonen (24) mit einer Lange von 0,50 mm gebildet, die einen zentrischen Klemmsitz in einem Loch (50)
einer Leiterplatte 52 von nur 0,8 mm Plattenstarke ermdglichen. Der verjiingte Einfiihrabschnitt (16) liegt etwa zur Halfte im Leiterplattenloch und
schafft einen Spanraum fur verdrangtes Zinn. Ein Auslaufabschnitt (17) des Stiftes (10) liegt ebenfalls etwa zur Halfte im Leiterplattenloch (50) und

ermdglicht einen Druckknopfeffekt. <IMAGE>
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